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一、项目起止时间

2020年 1 月 1日至 2020年 12月 30 日

二、来源

企业自主研发、深圳市科技计划技术攻关项目

三、过程

1.高频材料 5G 软板的皮秒紫外激光加工工艺研究；

2.光学系统研究包括激光器、振镜、激光加工光路的研发、

激光功率自动监测和优化系统等的研发；

3.机械系统研发；

4.电气及控制系统研发；

5.独特的光学风幕保护及抽尘系统；

6.专用的真空吸附机构。

四、结果

项目研发的 5G通讯高频 PCB用激光自动化切割成型机已经



试制成功，技术性能指标符合要求，申请并授权了相关知识产权，

经客户试用得到客户的一致认可，并实现批量销售，形成了良好

的经济和社会效益。

五、主要技术性能指标

1.X、Y 轴的最大运行速度≥60m/min（单台面）；

2.定位精度±5μm；

3.重复定位精度±2.5μm；

4.最大加工范围≥300mm×500mm×2；

5.最小切割线宽≤20μm；

6.加工精度±20μm。

六、效益与推广应用前景

由于 5G通讯高频 PCB用激光自动化切割成型机具有良好的

加工性能和精度，完全贴合软板和软硬结合板行业的发展要求，

将会是未来几年软板和软硬结合板加工的主要机型，经济效益非

常可观。并将随着国内各相关行业对激光加工优越性认识的普及

和提高，5G 通讯高频 PCB用激光自动化切割成型机的产业前景

会更加广阔。


